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在系统方面，北斗三号具备高

精度、高可靠、高保险、多功能等特

点，已具备从服务区域到服务全球

的能力。在北斗二号向北斗三号过

渡的过程中，如果在原有芯片设计

上没有考虑到向后兼容性，对新信

号体制的支持，将会受到一些挑战。

黄磊表示，以和芯星通为例，他

们的芯片在设计之初就充分考虑到

了多系统多频点的支持，并率先支

持和成功捕获到北斗三号卫星信

号。他们的系列产品不仅支持北斗

三号新信号体制，也全面兼容其他

卫星导航系统，全系统全频点，支持

基于网络或星基 L-BAND 信号 PPP

定位，可实现 10cm 以内的 PPP 定位

精度。

随着智能时代的到来，用户对

于定位体验的要求越来越高，需要

在更复杂的环境下提供高质量的

解决方案。为满足用户需求，特别

是面对国际竞争对手的竞争，开发

拥有核心竞争力的芯片就显得尤为

重要。黄磊坦言，北斗芯片从起步上

与国际相比落后几十年，这就为产

品的应用推广提出很大的挑战。北

斗应用经历了有机无芯、有芯无量、

行业示范到大众应用几个阶段，关

键技术从无到有，产品从实验室走

向产业化，应用从政府鼓励到完全

市场化。目前产业化规模已经卓有

成效，下一步主要瞄准大众市场，包

括手机、可穿戴、自动驾驶、IoT、智

能机器人等。而这些应用，不仅需要

北斗系统提供的时间和位置感知，

更需要“北斗+”融合应用，如“北斗+

多系统融合”“北斗+多传感器融合”

“北斗+5G”“北斗+AI”“北斗 IC+云

服务”，等等。

“我们通过自己的努力，经历

了 90nm、55nm、40nm、28nm，从 产

品不为国际市场所知，到越来越多

的国际客户选择我们的产品。随着

北斗三号组网成功，北斗全球化落

地，相信越来越多的北斗产品会走

向国际，高精度、高可靠、高性能将

被国际市场充分认可。”黄磊对记

者说。

芯片创新支撑“北斗+”融合应用

近期，我国在西昌卫星发
射中心成功发射第42颗、43
颗北斗导航卫星，即北斗三号
第18颗、第19颗卫星。至此，
我国圆满完成北斗全球卫星
导航系统的基本系统的组网
部署，迈出中国北斗从国内走
向国际、从区域走向全球的
“关键一步”。北斗三号的组
网将有效带动行业市场、大众
市场，以及智慧城市等新兴领
域的发展，为我国卫星导航产
业化、规模化发展创造契机，
尤其是为终端芯片产业的蓬
勃发展提供前所未有的机遇。

北斗卫星导航系统是我国自主

建设、独立运营的全球卫星定位导航

系统，不但是我国重大科技创新成

果，还正在形成以北斗卫星导航系统

为核心的高技术产业。

1994年，被命名为“北斗”的中国

导航卫星定位系统工程正式启动。

2009 年，经国家批准，北斗三号工程

正式启动实施。2017年11月5日，我

国实施了首次北斗三号组网卫星发

射任务。短短一年时间，我国先后将

19 颗北斗三号导航卫星送入预定轨

道，组网发射最短间隔 17天，创造了

北斗组网发射历史上高密度、高成功

率的新纪录。北斗三号不仅覆盖范

围提升至全球，在技术上也实现性能

提升和服务扩展。

而随着北斗三号基本系统的组

网部署，手机、车载电子设备、可穿

戴及物联网设备等大众应用成为北

斗应用的新亮点。利用北斗定位功

能，可实现手机导航、车辆卫星定

位、路线规划以及传感数据管理等

一系列位置服务功能，使百姓的生

活更加便捷。“北斗”终端应用，已经

如空气一般，渗入到我们生活的方

方面面。

和芯星通科技（北京）有限公司

总经理黄磊博士在接受《中国电子

报》记者采访时表示，随着芯片工艺

不断提升，体积不断缩小，功耗不断

降低，北斗三号的终端应用已经逐步

“飞入寻常百姓家”，比如在 2015 年，

由和芯星通出品的和芯蜂鸟芯片作

为首颗通过 AEC-Q100 车规级测试

认证的北斗芯片，成功应用于大众车

载前装领域，走近老百姓的生活；再

比如，2017 年他们发布的 28 纳米火

鸟芯片，将芯片尺寸进一步缩小到仅

有笔尖大小，已经成功与物联网企业

展开合作，并应用于智慧城市生活的

方方面面。此外，基于全系统多核高

精度定位芯片的小型化模块使终端

设备尺寸进一步缩小，并广泛应用于

无人机、智能驾驶等与老百姓生活息

息相关的行业。北斗三号的组网，意

味着更高的精度、更好的融合、更优质

的体验，以及世界范围的广泛应用。

据悉，到 2020 年，我国卫星导航

产业规模将超过 4000 亿元，北斗卫

星导航系统及其兼容产品对国内卫

星导航应用市场的贡献率将达到

60%，重要应用领域将达到 80%以

上。根据预测，按北斗导航 60%的产

值贡献率计算，2020 年北斗总产值

有望达 2400 亿元，2016 年至 2020 年

复合增速约为 22%。巨大的市场带

动了整个北斗产业的发展，而芯片

研发一直是推进产业前行的关键。

对于北斗导航终端设备来说，

最关键的就是两个“芯”：射频芯片

和基带芯片。所谓射频芯片，就是

要接受天上的北斗导航卫星发射的

波形信号，它是一种模拟信号，需

要用芯片把它放大，并转换成数字

信号。而基带芯片的作用，就是选

择天上的卫星，并且选择一定的算

法来解码卫星型号，从而读出位置

以及时间信息。

目前，国内、国际芯片厂商都

开始有支持北斗的产品，产业氛围

已经逐步形成，芯片采购企业也越

来越重视北斗和 GPS 的融合。随着

国内北斗芯片企业的不断成长，北

斗产业链呈现出“无边光景一时

新”的发展局面。在第 16届中国国

际 半 导 体 博 览 会 （IC China

2018） 的现场，记者看到了和芯星

通最新自主研发的超低功耗射频基

带一体化 GNSS 芯片——28 纳米火

鸟芯片 UFirebird UC6226。黄磊表

示，超低功耗的 GNSS 芯片研发对

于北斗导航终端应用于民用非常重

要，终端的功耗和体积变小之后，

产品价格就可能降下来，利于民用

终端产品的批量生产。目前，企业

自主研发的北斗卫星终端主要是行

业应用，但随着 2020 年北斗全球卫

星 导 航 系 统 的 建 成 ， 拥 有 中 国

“芯”的北斗卫星终端最终将被应用

到普通消费者使用的民用产品上。

北斗芯片市场推广加速，也导致

芯片价格普遍有所下降。在基础产

品方面，国产北斗芯片实现规模化应

用，工艺由 0.35μm 提升到 28nm，最

低单片价格仅 6元，总体性能达到甚

至优于同类产品。目前，国产北斗芯

片累计销量突破 5000 万片，高精度

OEM板和接收机天线已分别占国内

市场份额的30%和90%。芯片价格下

降有利于应用快速推广。

北斗系统与 GPS 等其他卫星导

航系统可相互兼容、互为补充。多系

统融合更有利于提高收星数量和质

量，提升导航及定位体验。目前大多

数主流 GPS 芯片厂商都已支持两个

或以上卫星导航系统，这需要在芯片

设计上考虑到多系统融合。

本报记者 马 奕

全面部署，终端应用“飞入寻常百姓家”
北斗三号不仅覆盖范围提升至

全球，在技术上也实现性能提升和
服务扩展。

不断造“芯”，产业发展“无边光景一时新”
目前，国内、国际芯片厂商都

开始有支持北斗的产品，产业氛围
已经逐步形成。

直面痛点，自主创新“柳暗花明又一村”
为满足用户需求，特别是面对国

际竞争对手的竞争，开发拥有核心竞
争力的芯片尤为重要。

本报讯 最新数据显示，中国首

次超越韩国成为全球最大半导体设

备市场。据国际半导体设备与材料

协会（SEMI）近日消息，今年第三季

度韩国半导体设备出货规模为 34.5

亿美元，环比减少 29%，同比减少

31%。这是韩国自 2016 年第一季度

（16.8 亿美元）以后设备出货规模首

次出现下滑。

韩国 2016 年第三季度以后半导

体设备出货规模激增。由于 DRAM

和闪存芯片市场前景良好，三星电子

和 SK 海力士一直在积极扩建生产

线。2017年第一季度，韩国半导体设

备出货金额达到35.3亿美元，首次超

越中国台湾（34.8亿美元），成为全球

最大的半导体设备市场。2018 年第

一季度，韩国半导体设备市场规模创

历史新高，达到 62.6 亿美元，此后出

现下滑，第二季度仅为 48.6 亿美元，

第三季度韩国拱手让出蝉联 6 个季

度的首位，半导体设备市场规模仅为

34.5亿美元，屈居第二。半导体业界

有关人士分析说，今年上半年芯片市

场形势良好，但是进入下半年需求减

少，市场景气下滑，加之三星电子、SK

海力士调整投资计划，整体设备市场

规模有所减小。

中国半导体设备市场规模不断

扩大。第三季度中国半导体设备市

场规模为 39.8亿美元，环比增长 5%，

同比增长 106%，成为全球最大半导

体设备市场。2017年第三季度时，中

国半导体设备市场规模还仅仅只有

19.3亿美元，当时仅为韩国市场规模

的 2/5，短短一年，中国便实现反超，

市场规模扩大了两倍。

据 SEMI 报告显示，中国目前正

在北京、天津、西安、上海等16个地区

打造25个FAB建设项目。报告预测，

今年中国半导体设备市场规模有望达

118亿美元，同比实现 43.9%的增长，

明年市场规模有望扩大至 173 亿美

元，增长46.6%，成为全球第一大市场。

中国成为全球最大半导体设备市场

本报讯 近日，新一代半

导体产业链项目整体布局中的

核心“科创中心”签约落户长

沙市望城区。

据悉，2017 年下半年，山东

天岳晶体材料有限公司会同新

一代半导体产业链关联企业联

合落地长沙，启动新一代半导体

产业链项目。该项目以建设新

一代半导体产业健康生态体系

为目标，总体布局建设科创中

心、材料中心、应用及智造中心，

规划发展材料芯片产业链、电力

电子产业链、微波电子产业链、

光电子产业链、配套衍生产业

链。其中，材料中心已落户浏阳

经开区，应用及智造中心已落户

望城经开区。

这次落户的科创中心囊括

总部基地、研究院、产权交易所

等，主要负责创新与研发，是整

个项目的“大脑”，为各条产业链

发展提供原动力，用地 222.96

亩，建筑面积约 14.9 万平方米。

预计科创中心与应用及智造中

心首阶段共投资约100亿元。

“项目整体将按照技术、人

才、资金、市场、产业‘五统一’的

要求，进行顶层设计，细分产业

领域，全面布局产业链上中下游

企业。”项目平台运营商湖南天

玥科技有限公司负责人介绍，

“计划经过 5 到 10 年持续建设，

力争将长沙建成世界级新一代

半导体材料技术及产业发展中

心，逐步成为新一代半导体材料

产业集群核心地带，着力打造千

亿元产业链。”

本报讯 日前，山东淄博

高新区管委会、南京夕邦半导

体有限公司、淄博安盛佳和股

份投资基金管理有限公司达成

合作协议，全面启动淄博高新

区集成电路封装测试项目，全

力打造淄博集成电路产业链，

形成以集成电路产业为核心的

新旧动能转换示范区。

据了解，南京矽邦半导体有

限公司将在淄博高新区投资

3.34 亿元建设集成电路封装测

试项目，预计建成后封装芯片年

产能 8亿～10亿颗，力争 3年内

实现销售额4亿元，税收5517万

元，技术水平达到国内一流。同

时，淄博安盛佳和股权投资基金

管理有限公司将设立首期 5 亿

元，总额度达 25 亿元的集成电

路产业基金，支持集成电路产业

在淄博高新区的发展，进而带动

上下游产业协同发展。

据介绍，淄博市在IC卡封

测领域的飞速发展，使其成为

江北第一、全国第二的 IC 卡

封测基地。在细分领域，年产

智能卡封装载带 20亿片，2018

年年底将达到 30 亿片，市场

占有率达到 30%；芯片封装测

试 10 亿片，年底可达到 16 亿

片，市场占有率可达 20%。南

京矽邦半导体有限公司与淄博

高新区的成功合作，将进一步

增强淄博市在半导体封测领域

的地位。

下一步，淄博高新区将重

点 引 进 和 发 展 集 成 电 路 、

MEMS、仪器仪表、软件等产

业，发展 8 英寸晶圆产线，积

极完善现有 MEMS中试代工平

台基础设施，提高工艺水平，

逐步将淄博高新区打造成以

MEMS、集成电路等产业为核

心的“新旧动能”转换示范区。

本报讯 日前，总投资 70

亿元的厦门通富微电项目取得

阶段性进展，其一期项目顺利

封顶，2019 年第一季度将主要

进行机电安装，第二季度厂房

系统调试完成，第二季度末试

产。

2017 年 6 月 26 日，厦门市

海沧区人民政府与通富微电在

签署了共建集成电路先进封

测生产线的战略合作协议。双

方拟共同投资 70亿元建设集成

电路先进封测生产线，主要开

展 以 Bumping、 WLCSP、 CP、

FC、SiP及三、五族化合物等产

品为主的封测、研发、制造和

销售业务。

根据协议，该项目计划按

三期分阶段实施，其中，一期

投 资 20 亿 元 ， 占 地 面 积 130

亩 ， 规 划 建 设 2 万 片 Bump-

ing、 CP 以 及 2 万 片 WLCSP、

SIP （中试线）。今年 2 月，该

项目正式启动桩基施工，这意

味着从桩基启动到一期项目封

顶仅用了10个月的时间。

通富微电总裁石磊表示，

此次封顶标志着项目建设工程

取得了阶段性胜利，希望各施

工单位按照时间节点，一鼓作

气、再接再厉，把厦门新工厂

建设成为工艺技术最全、技术

水平最高、自动化程度最先

进，一流环保、一流节能的世

界级绿色标杆工厂，确保早日

投产使用。

根据拓墣产业研究院此前公

布的2018年上半年全球前十大

IC封测代工排名显示，通富微

电是排名全球第七、中国大陆前

三的封测企业。此外，通富微电

也是大陆封测企业中第一个实现

12英寸28纳米手机处理器后工

序全制程大规模生产的企业。

本报讯 近日，江苏南大

光电材料股份有限公司 （以下

简称“南大光电”） 发布公告

称，为扩展业务规模，公司于

12月13日与安徽省全椒县人民

政府签订了投资协议，拟在安

徽省滁州市全椒县十谭电子新

材料产业园建设江苏南大光电

集成电路材料生产基地，包括

年产 170 吨 MO 源和高 K 三甲

基铝生产项目，计划投资约 5

亿元。

据悉，年产 170 吨 MO 源

和高 K 三甲基铝生产项目固定

资产投资3.6亿元，项目投产后

即2020年可实现销售收入3000

万元，2021 年可实现销售收入

9000万元，2022年可实现销售

收入2亿元。

南大光电负责人表示，该

协议的实施符合公司发展战

略定位，有利于发挥公司技

术和市场渠道优势，加快集

成电路材料业务的发展，提

升 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 ，

对公司进一步树立优秀电子

材料供应商的发展定位有极

大的推动作用。

长沙推进新一代半导体

产业链建设项目

山东淄博高新区投资25亿元

打造集成电路产业示范园

厦门通富微电一期项目封顶

明年第二季度试产

南大光电拟5亿元投建

集成电路材料生产基地


